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霍尼韦尔相变材料



霍尼韦尔电子材料部热管理解决方案

行业需求

相变材料 (PCM)

更高的热性能，更好的可靠性

随着半导体工业重心从单机设备（电脑或服务器）

向移动设备转变，芯片也变得越来越小，温度越来

越高。现在，散热设计工程师不仅要关注芯片的热

性能，还需要处理热冲击下的稳定性并防止挤出和

干透问题。

霍尼韦尔导热界面材料 (TIM) 和相变材料 (PCM) 是

以聚合物系统为基础并采用先进填料技术制造的，

能够处理关键的散热问题并具有长期可靠性能和低

成本，是一种久经实践证明的材料。

霍尼韦尔 PCM 材料的特性：

	 • 热阻抗小：热阻抗低至 - 0.07℃ cm2/W，可

将热量更快地从芯片传递到散热片

	 • 最佳的表面浸润性：减小接触热阻，提高热

性能

	 • 厚度更薄：不受组装限制，提高散热效果

	 • 拥有成本低：提供片状和点胶状产品，以便在

无重大设备投资的情况下实现零浪费。

与日俱增的挑战

导热界面材料 (TIM) 必须能够更快地散热并提供更

好的稳定性。目前，TIM 的关键考虑因素包括：

	 • 热性能

	 • 热冲击下的稳定性

	 • 可靠性

	 • 低成本

典型相变材料，支持 TIM 1.5 和 TIM 2 应用。

适合不同领域应用的霍尼韦尔解决方案：可靠的性能，高性价比。

导热界面材料类型 (TIM)
散热片

散热片

IC

IC

匀热片
TIM 2

TIM 1.5

TIM 1

球栅阵列基板

印刷电路板

印刷电路板

热性能

应用领域 /
霍尼韦尔导热界面材料

高端应用

游戏设备、服务器和显卡（高端）
PTM 系列

中端应用

存储器、电信和显卡（中端）
PCM 系列

点胶型 / 可印刷型

手机、LED 和电信
LTM 系列

温度对相变材料黏度的影响 - 理论曲线
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卓越的可靠性

加工优势

久经验证的长期稳定性

如今，严苛的应用要求会导致许多 TIM 崩溃。如果

材料成分不正确，在极端工作温度和功率循环过程

中就会出现挤出和降解，从而导致设备故障并缩短

使用寿命。加速寿命试验表明，在长期使用时，霍

尼韦尔PCM在高温变化过程中可提供一致的性能。

霍尼韦尔 TIM 焊盘可提供一致的、厚度和体积。我

们在产品设计时就着眼于简化应用，不仅有助于您

最大程度地提高生产能力，还能使您获益于焊盘的

精确性。

精确性和一致性对于设备制造来说至关重要。对于

当今不允许发生偏差的高密度应用来说，这一点尤

	 • 理想适用于服务器、电信网络、游戏机和高端

移动设备

	 • 加速寿命试验 (ALT) 表明，材料具有良好的长

期可靠性

	 • 高可靠性降低了设备故障风险

在 150℃状态下高温烘烤超过 1000 小时；测试方法：激光闪光法，

符合 ASTM E1461 标准

在 200 个小时后，由于受到湿润性增大的影响，热阻抗略有降低，

随后热阻抗恢复稳定状态。

测试状态：130℃，85% RH，2 个标准大气压；96 小时

测试方法：激光闪光法，符合 ASRM E1461 标准

如图所示，由于受到湿润性增大的影响，热阻抗降低。

测试状态 B：（-55℃至 125℃，1000 个循环）霍尼韦尔 PCM 的

性能如图所示。测试方法：激光闪光法，符合 ASTM E1461 标准。

在 200 个循环后，由于受到湿润性增大的影响，热阻抗略有降低，

随后热阻抗保持恒定。在 1000 个循环后，材料的热阻抗保持稳定。

PCM 与硅脂的分子结构对比

PCM 的长链结构保证了填料分散和聚合物基质的稳定性和一致性，
最大限度地减少迁移和其它问题。

硅脂的短链结构可保证良好的流动性和低 BLT，但是会导致迁移、
干透和挤出问题。
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其具有挑战性。一些工

业应用节约方案需要投

入大量资金以确保有效

应用。相比之下，应用

霍尼韦尔 TIM 却无需昂

贵的设备。
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霍尼韦尔热管理解决方案

霍尼韦尔的优势 品质

• 在整个设备寿命周期内都具有业内领先的可靠性

• 专注 TIM 材料研发和制造十几年

• 独有的配方，可满足特定应用的需求

• 久经证明的长期供应商，获得了多个全球质量认证

以客户为中心

• 服务于各行业客户

• TIM 有焊盘式和粘贴式可供选择，便于使用

• 优异的全球技术支持服务

• 可提供其它多种封装材料，如散热器、电气相关

材料、纯金属等

散热器

TIM2

如需以下帮助，请联系霍尼韦尔：

• 应用支持和资质信息

• 详细技术信息

• 订购信息

虽然本公司认定本文所含之所有声明与资讯均准确且可靠，

但不具任何明示或默示的保证或担保。使用者不因以本文所

提供之资讯进行测试和实验而免除其应负之任何责任，并必

须承担使用相关资讯与所得结果之所有风险和责任。使用材

料与制程的相关声明或建议不代表或保证未侵犯专利权，且

不建议侵犯专利权。使用者不应认为本文中已列出所有毒性

资料与安全措施，或者认为无需其他保护措施。
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